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(57)  Die Erfindung betrifft ein Dosiersystem fiir eine
Beschichtungseinheit in einer Druckmaschine.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Do-
siersystem zu schaffen, welches mit geringem Aufwand
eine gleichmaRige, stabile Flhrung eines Beschich-
tungsfluides auf zumindest einer Walzenoberflache er-

Fig.

Dosiersystem fiir eine Beschichtungseinheit in einer Druckmaschine

reicht und die Druckqualitat spurbar verbessert.

Gelost wird das dadurch, indem in Drehrichtung zu-
mindest einer Auftragwalze 3 bevorzugt nach einer Kon-
taktzone 13 in der ein Abreil3en oder eine Spaltung von
Beschichtungsfluid erfolgt wenigstens eine Plattierein-
richtung 11 an die Mantelflache der Auftragwalze 3 an-
stellbar angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Dosiersystem flr eine
Beschichtungseinheit, insbesondere flr ein Lackwerk,
in einer Druckmaschine nach dem Oberbegriff des
Hauptanspruches.

[Stand der Technik]

[0002] Ein Dosiersystem dieser Art ist aus DE 34 27
898 C1 bekannt und insbesondere in einem Lackwerk
einsetzbar. Das Dosiersystem weist einen Formzylinder
auf, der mit einer Auftragwalze in Funktionsverbindung
ist. Der Auftragwalze ist eine Dosierwalze zugeordnet
und in den von beiden Walzen gebildeten Walzenspalt
wird von oben Uber ein Zuflihrrohr das Beschichtungs-
fluid eingespeist. Um Verwirbelungen, Lufteinschllisse
bzw. uneinheitliche Auftragsmengen zu vermeiden, ist
in den gefiillten Walzenspalt ein Trennelement mit Kom-
munikationséffnungen einsetzbar.

[0003] Aus DE 33 24 096 A1 ist ein weiteres Dosier-
system bekannt. Eine in einen Lackvorratsbehalter ein-
tauchende Schopfwalze ist mit einer Dosierwalze in
Funktionsverbindung. Die Dosierwalze fiihrt den Lack
einer gummibeschichteten Auftragwalze zu, welche als
Formzylinder fungiert.

Gemal DE 39 41 571 A1 ist ein Dosiersystem bekannt,
bei dem die in den Vorratsbehalter eintauchende
Schopfwalze im Reversebetrieb antreibbar ist, wobei
zur Schoépfwalze ein Rakel als zusatzliche Dosierstelle
angestellt ist.

[0004] Weiterhin ist aus DE 43 11 834 A1 ein Dosier-
system bekannt, das durch einen Formzylinder, eine ge-
rasterte Auftragwalze und einem mit dieser Auftragwal-
ze in Funktionsverbindung stehendem Kammerrakelsy-
stem gebildet ist.

[0005] Bei diesen Dosiersystemen ist es nachteilig,
dass in Kontaktzonen in denen eine Spaltung des Be-
schichtungsfluides, beispielsweise eine Lackspaltung,
erfolgt nach dieser Spaltung eine unebene Oberfla-
chentopographie auf der entsprechenden Walze vor-
liegt.

[Aufgabe der Erfindung]

[0006] DerErfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein
Dosiersystem der eingangs genannten Art zu schaffen,
dass mit geringem Aufwand eine gleichmaRige, stabile
Fihrung eines Beschichtungsfluides, beispielsweise
Lack, auf zumindest einer Walzenoberflache erreicht
und die Druckqualitat spurbar verbessert.

[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgeman durch die
Ausbildungsmerkmale des unabhangigen Anspruches
geldst. Weiterbildungen ergeben sich aus den abhangi-
gen Anspruchen.

[0008] Es wurde gefunden, dass aufder Mantelflache
einer ein Beschichtungsfluid, beispielsweise Lack, fih-
renden Walze nach dem Abreien (Abscheren) des Be-
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schichtungsfluides in einer Kontaktzone, z.B. einem
Walzenspalt, keine gleichméfRige Verteilung des Be-
schichtungsfluides - ber die Walzenbreite betrachtet -
vorliegt. Auf der entsprechenden Walze liegt eine un-
ebene Oberflachentopographie des Beschichtungsflui-
des, z.B. Lack, vor, welche durch Spitzen bzw. Kuppen
und Taler des Beschichtungsfluides (z.B. Lackspitzen,
Lackkuppen, Lacktaler) auf der Mantelflache einer das
Beschichtungsfluid fihrenden Walze charakterisiert ist.
Beispielsweise liegt bei einer Auftragwalze, nach der
Spaltung des Beschichtungsfluides (Auftrennen der Be-
schichtungsfluidschicht) in einer Kontaktzone mit einem
Formzylinder durch AbreiRen des Beschichtungsflui-
des, z.B. Lack, insbesondere beim fadenférmigen Ab-
reiRen, keine gleichmaRige Verteilung des Beschich-
tungsfluides tber die Walzenbreite betrachtet vor, son-
dern eine unebene Oberflachentopographie des restli-
chen Beschichtungsfluides, z.B. des Restlackes, auf
der Mantelflache der Auftragwalze.

[0009] Ein erster Vorteil der Erfindung ist darin be-
griindet, dass bei einer unebenen Oberflachentopogra-
phie (Spitzen, Kuppen und Téler) von Beschichtungs-
fluid, z.B. Lack, welche aus einem vorhergegangenen
AbreiRen des Beschichtungsfluides resultiert, wenig-
stens einer das Beschichtungsfluid fiihrenden Walze
zumindest eine Plattiereinrichtung umfangsseitig zuge-
ordnet ist. Die Plattiereinrichtung bewirkt eine Forman-
derung (plastische Formgebung) der Spitzen bzw. Kup-
pen und der Téler innerhalb der vorliegenden Oberfla-
chenstruktur des Beschichtungsfluides. Die Formande-
rung stellt eine Mikroumformung der Oberflachenstruk-
tur des Beschichtungsfluides dar. Bei einer derartigen
Forméanderung der Oberflachenstruktur des Beschich-
tungsfluides gleiten die Spitzen bzw. Kuppen in die Ta-
ler, d.h. innerhalb der Schicht des Beschichtungsfluid-
gefliges erfolgen Abgleitvorgange, die die plastische
Formgebung bewirken, so dass eine annahernd ebene
Oberflachentopographie in einer definierten Schichtdik-
ke erzielbar ist.

Vorteilhaft bei der plastischen Formgebung durch eine
Plattiereinrichtung ist es, dass das Beschichtungsfluid
keiner Abscherwirkung (Scher- bzw. Zerteilwirkung) un-
terliegt, da eine Abscherwirkung wiederum zu einem un-
gewollten AbreilRen von Beschichtungsfluid und damit
zu einer unebenen Oberflachentopographie flhrt.
[0010] Die mittels der Plattiereinrichtung erzielte rela-
tiv ebene Oberflachentopographie von Beschichtungs-
fluid wirkt, dass Dichteschwankungen auf dem Bedruck-
stoff deutlich reduzierbar sind, so dass die Druck-/
Glanz- bzw. Versiegelungsqualitét spirbar verbessert
ist. Im Ergebnis liegt eine ebene Oberflachentopogra-
phie des Beschichtungsfluides auf der Mantelflache der
jeweiligen Walze uber die Walzenbreite vor, ehe die
Walze mit einer nachfolgenden Kontaktzone (z.B. einer
weiteren Spaltstelle) in Kontakt kommt.

[0011] Miteiner derartigen Plattiereinrichtung, die be-
vorzugt in Drehrichtung einer Walze an- und abstellbar
angeordnet ist, ist diese unebene Oberflachentopogra-
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phie des Beschichtungsfluides in vorteilhafter Weise
deutlich auf der zugeordneten Walze eingeebnet, so
dass eine gleichmaRige Oberflachentopographie fir ei-
ne gleichmaRige, stabile Beschichtungsfluidfihrung im
Dosiersystem erzielbar ist.

[0012] Von Vorteil ist ebenso, dass insbesondere die
sich wahrend des Druckvorganges @ndernden Parame-
ter, wie beispielsweise Druckgeschwindigkeit, Tempe-
ratur, Beschichtungsfluidmenge, hydrodynamischer
Druck im Dosiersystem sowie die Viskositdt des Be-
schichtungsfluides, erfindungsgemafl durch den Ein-
satz wenigstens einer Plattiereinrichtung als mégliche
StorgrolRen spurbar reduziert sind.

[0013] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die er-
findungsgemale Plattiereinrichtung nicht auf eine Wal-
ze des Dosiersystemes beschrankt ist. Vielmehr ist die
Anordnung von Plattiereinrichtungen auch bei weiteren,
das Beschichtungsfluid farbfiihrenden Walzen eines
Dosiersystems realisierbar. Hierbei ist bevorzugt jeweils
zumindest eine Plattiereinrichtung einer Walze zuge-
ordnet. Alternativ sind auch mehrere Plattiereinrichtun-
gen zu einer Walze anordbar.

[0014] Mitder Einebnung von Farbe bzw. Lack auf der
Mantelflache einer Walze wird eine homogene Schicht
von Beschichtungsfluid geschaffen, die besser dosier-
bar ist.

[0015] Die Plattiereinrichtung dient der Schaffung ei-
ner relativ ebenen Oberflachentopographie auf der
Mantelflache einer zugeordneten, das Beschichtungs-
fluid fUhrenden Walze. In dem Bereich der Plattierein-
richtung ist ein Abrei3en von Beschichtungsfluid auf der
Mantelflache der entsprechenden Walze zu vermeiden,
da sonst wiederum unebene Oberflachentopographien
entstehen. Die Ausbildung der Plattiereinrichtung ist
nicht auf eine oder mehrere mechanische Plattierein-
richtung(en) mit einem oder mehreren Plattierelement
(en) beschrankt.

Beispielsweise ist zur Erzielung einer ebenen Oberfla-
chentopographie ein Druckluft bzw. Blasluft auf die
Mantelflaiche der das Beschichtungsfluid fiihrenden
Walze einbringendes Luftrakel oder ein auf das Be-
schichtungsfluid gerichtetes Ultraschallschwingsystem
einsetzbar, um eine plastische Formgebung zu erzielen.

[Beispiele]
[0016] Die Erfindung soll an einem Ausfiihrungsbei-

spiel naher erlautert werden. Dabei zeigen schema-
tisch:

Fig. 1 die Anordnung eines Dosiersystems mit Kam-
merrakelsystem,

Fig. 2 die Anordnung eines Dosiersystems als Zwei-
walzenwerk,

Fig. 3 die Anordnung eines Dosiersystems als

Schoépfwalzenwerk.
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[0017] Ein Lackwerk einer Bogenrotationsdruckma-
schine besteht im Wesentlichen aus einem Bogenfiih-
rungszylinder 1 (Druckzylinder), der das Bogenmaterial
in Férderrichtung 6 transportiert, einem mit dem Bogen-
fuhrungszylinder 1 in Kontakt bringbaren Formzylinder
2, der eine Druckform, z.B. eine Flexodruckform oder
ein Gummituch, tragt, und einem Dosiersystem 5. Das
Dosiersystem 5 weist bevorzugt wenigstens ein Kreis-
laufsystem fiir den Umlauf von Beschichtungsfluid auf.
[0018] In einer Ausbildung gemaR Fig. 1 ist das Do-
siersystem 5 durch eine gerasterte Auftragwalze 3 und
ein mit dieser Auftragwalze 3 in Funktionsverbindung
stehendes Kammerrakelsystem 4 gebildet, wobei die
Auftragwalze 3 mit dem Formzylinder 2 in einer Kontakt-
zone 13 in Funktionsverbindung ist.

[0019] In einer weiteren Ausbildung gemal Fig. 2 ist
das Dosiersystem 5 als Zweiwalzenwerk mit einer mit
dem Formzylinder 2 in der Kontaktzone 13 gekoppelten
Auftragwalze 3 und einer Dosierwalze 7 gebildet. Die
Walzen 3,7 bilden einen gemeinsamen Walzenspalt 12
mit einem Reservoir 8 eines von oben eingespeisten
Beschichtungsfluids.

[0020] In einer weiteren Ausbildung ist gemaR Fig. 3
das Dosiersystem 5 als Schépfwalzenwerk mit einer mit
dem Formzylinder 2 in der Kontaktzone 13 gekoppelten
Auftragwalze 3 und einer in einen Vorratsbehalter 10 fir
das Beschichtungsfluid eintauchenden Schépfwalze 9.
Die Schopfwalze 9 ist mit der Auftragwalze 3 in einem
Walzenspalt 12 in Kontakt.

[0021] Zumindest der Auftragwalze 3 des Dosiersy-
stems 5 ist in Drehrichtung an deren Mantelflache we-
nigstens eine Plattiereinrichtung 11 nach der Kontakt-
zone 13 und/oder einem Walzenspalt 12 , in der bzw. in
dem ein Abriss bzw. eine Spaltung von Beschichtungs-
fluid erfolgt ist, an die Mantelflache der Auftragwalze 3
anstellbar und bevorzugt abstellbar benachbart zuge-
ordnet. Die Plattiereinrichtung 11 erstreckt sich dabeiim
wesentlichen parallel Uber eine volle Walzenbreite der
Auftragwalze 3.

[0022] In einer weiteren Ausbildung ist in Drehrich-
tung der Auftragwalze 3 vor einer Kontaktzone 13 oder
einem Walzenspalt 12 in der / in dem ein Abreifen oder
eine Spaltung von Beschichtungsfluid erfolgt wenig-
stens eine Plattiereinrichtung 11 an die Mantelflache der
Auftragwalze 3 parallel an- und abstellbar angeordnet
ist.

[0023] Die Plattiereinrichtung 11 ist der Auftragwalze
3 zugeordnet, welche bevorzugt mit einem Kammerra-
kelsystem 4 in Funktionsverbindung ist. Bevorzugt weist
die Auftragwalze 3 eine Rasterung auf und das Kam-
merrakelsystem 4 weist im Inneren der Kammer eine
weitere Plattiereinrichtung 11 auf, welche an die Auf-
tragwalze 3 an- und abstellbar ist.

[0024] Bevorzugt ist die Plattiereinrichtung 11 dabei
mittels einer Kraft F an die Mantelflache der Auftragwal-
ze 3, alternativ auch einer Dosier- oder Schépfwalze
7,9, an- bzw. abstellbar. Mittels der Plattiereinrichtung
11 ist bevorzugt eine gleichmafige Flachenpressung
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Uber die Walzenbreite der Auftragwalze 3 bzw. der Do-
sier- oder Schopfwalze 7,9, auf das nach der Kontakt-
zone 13 verbliebene (restliche) Beschichtungsfluid auf-
bringbar.

[0025] In einer bevorzugten Ausbildung ist in Dreh-
richtung der Auftragwalze 3, alternativ der Dosier- oder
Schopfwalze 7,9, die Plattiereinrichtung 11 in ihrer Rich-
tung tangenten- oder sekantenférmig an deren Mantel-
flache an- bzw. abstellbar.

[0026] Eine derartige Plattiereinrichtung 11 ist bevor-
zugt durch ein sich Uber die Walzenbreite erstrecken-
des, in Drehrichtung der Auftragwalze 3, bevorzugt tan-
gential (alternativ sekantenférmig) positiv angestelltes
Plattierelement 14 gebildet, welches in einer Halterung
15 l6sbar aufgenommen ist und sich in Achsrichtung
Uber die gesamte Walzenbreite, wenigstens parallel zur
Mantelflache der Auftragwalze 3, erstreckt. Die Halte-
rung 15 des Plattierelementes 14 ist bevorzugt in einem
im Gestell angeordneten Drehgelenk 16 beidseitig ge-
lagert, vorzugsweise um die Achse des Drehgelenkes
16 schwenkbar gelagert.

[0027] In einer bevorzugten Ausbildung ist das Plat-
tierelement 14 bzw. die Plattiereinrichtung 11 mittels we-
nigstens einer gestellseitig abgestitzten, bevorzugt ein-
stellbaren Druckfeder in Funktionsverbindung. Insbe-
sondere das Plattierelement 14 ist bevorzugt durch eine
Kraft F belastet. Alternativ sind statt der Druckfeder ein
beispielsweise pneumatisch beaufschlagbarer Arbeits-
zylinder oder sonstige die Kraft F erzeugende Mittel ein-
setzbar. Ebenso ist je nach Anordnung das Plattierele-
ment 14, alternativ die Plattiereinrichtung 11, durch Aus-
nutzung des Eigengewichtes mit der zugeordneten Wal-
ze 3,7,9, zumindest mit der Auftragwalze 3, in Funkti-
onsverbindung, ohne eine Abscherwirkung auf der
Mantelflache bzw. dem restlichen Beschichtungsfluid zu
erzeugen. In einer weiteren Ausbildung ist die Plattier-
einrichtung 11 (alternativ das Plattierelement 14) auch
mit einem minimalen Abstand zur Mantelflache der Wal-
ze 3,7,9, zumindest zur Auftragwalze 3, angeordnet, um
eine ebene Oberflachentopographie zu erzielen.
[0028] Das Plattierelement 14 endet mit seinem freien
Ende bevorzugt auf einer Oberflachennormalen (Tan-
gentenpunkt bzw. Sekantenpunkt) der zugeordneten
Walze 3,7,9, zumindest der Auftragwalze 3. In einer wei-
teren Ausbildung fuhrt das Plattierelement 14 tangential
in Drehrichtung der Auftragwalze 3 geringfiigig Giber de-
ren Mantelflache hinaus, wobei ein Abreilen von Be-
schichtungsfluid zu vermeiden ist. Alternativ endet ein
freies Ende des Plattierelementes 14 in einem gering-
fugigen Abstand zur Mantelflache der Walze 3,7,9, zu-
mindest der Auftragwalze 3.

[0029] Die Plattiereinrichtung 11 ebnet die unebene
Oberflachentopograhie des auf der Mantelflache der
Auftragwalze 3 nach der Kontaktzone 13 (von Auftrag-
walze 3 und Formzylinder 2) verbliebenen restlichen
Beschichtungsfluid ein, bevor das restliche Beschich-
tungsfluid mit dem im Kammerrakelsystem 4 oder Wal-
zenspalt 12 neu zugefiihrten Beschichtungsfluid in Kon-
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takt kommt.

[0030] Der Einsatz einer Plattiereinrichtung 11 ist
nicht auf eine Auftragwalze 3 mit oder ohne Rasterung
beschrankt. Vielmehr ist die Anordnung von Plattierein-
richtungen 11 auch an weiteren Teilen des Dosiersy-
stems 5 realisierbar. Bevorzugt ist die Anordnung von
weiteren Plattiereinrichtungen 11 (zusatzlich zu wenig-
stens einer Plattierungseinrichtung 11 an der Auftrag-
walze 3) bei der Dosierwalze 7 bzw. der Schopfwalze 9
realisierbar.

Die Anordnung und Ausbildung der jeweiligen Plattier-
einrichtung 11 ist analog zu der der Auftragwalze 3 zu-
geordneten Plattiereinrichtung 11.

[0031] Unter diesem Aspekt ist - je nach Ausbildung
des Dosiersystems 5 - neben der Anordnung der Plat-
tiereinrichtung 11 an der Auftragwalze 3 zuséatzlich eine
Anordnung wenigstens einer an- bzw. abstellbaren Plat-
tiereinrichtung 11 an der Dosierwalze 7 bzw. der Schopf-
walze 9 in deren Drehrichtung realisierbar.

Dabei ist wenigstens eine Plattiereinrichtung 11 der Auf-
tragwalze 3 zugeordnet und die Auftragwalze 3 ist mit
einer Dosierwalze 7 in Funktionsverbindung und die bei-
den Walzen 3,7 bilden einen Walzenspalt 12 zur Auf-
nahme eines Reservoirs 8 von Beschichtungsfluid. In
Weiterbildung ist nach dem Walzenspalt 12 in Drehrich-
tung der Dosierwalze 7 eine weitere Plattiereinrichtung
an die Mantelflache der Dosierwalze 7 parallel an- und
abstellbar angeordnet.

[0032] Ineiner Ausbildung ist zumindest eine Plattier-
einrichtung 11 der Auftragwalze 3 zugeordnet und die
Auftragwalze 3 ist mit einer in einen Vorratsbehalter 10
eintauchenden Schopfwalze 9 in Funktionsverbindung
und die beiden Walzen 3,9 bilden einen Walzenspalt 12.
In einer Weiterbildung ist in Drehrichtung der Schopf-
walze 9 vor dem Walzenspalt 12 eine Plattiereinrichtung
11 an die Mantelflache der Schoépfwalze 9 parallel an-
und abstellbar angeordnet.

Dabei ist in Drehrichtung der Dosierwalze 7 oder der
Schépfwalze 9 die jeweilige Plattiereinrichtung 11 in ih-
rer Richtung tangentenférmig oder sekantenférmig an
die Mantelflache der jeweiligen Walze 7,9 an- und ab-
stellbar angeordnet.

[0033] In der Ausbildung mit Kammerrakelsystem 4
ist zusatzlich zur Plattiereinrichtung 11 an der Auftrag-
walze 3 eine Plattiereinrichtung 11 auch innerhalb der
Kammer des Kammerrakelsystems 4 angeordnet. Be-
vorzugt unterstitzt die Plattiereinrichtung 11 in dieser
Ausbildung das Beflillen der Napfchen der gerasterten
Auftragwalze 3 und verhindert das Eindringen von Luft-
blasen in die Napfchen.

[0034] In einer weiteren Ausbildung ist neben der An-
ordnung der Plattiereinrichtung 11 zumindest an der
Auftragwalze 3 zuséatzlich eine weitere Plattiereinrich-
tung 11 der Auftragwalze 3 zugeordnet und in Drehrich-
tung dieser Auftragwalze 3 nach der Kontaktzone 13 mit
dem Formzylinder 2 und vor dem Walzenspalt 12 ange-
ordnet. Weist das jeweilige Dosiersystem 5 einen Wal-
zenspalt 12 mit angestautem Beschichtungsfluid als
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Reservoir 8 (Fig. 2) auf, so kann die Plattiereinrichtung
11 auch in das Reservoir 8 eintauchend angeordnet
sein. Damit ist zusatzlich eine Beruhigung des Stro-
mung im Reservoir 8 bzw. Walzenspalt 12 erzielbar.
[0035] Die Wirkungsweise ist wie folgt: Je nach ein-
gesetztem Dosiersystem 5 befindet sich im Kammerra-
kelsystem 4 oder im Walzenspalt 12 das zugefiihrte Be-
schichtungsfluid, beispielsweise ein Lack.

In Drehrichtung der Auftragwalze 3 wird das Beschich-
tungsfluid auf die Mantelflache dosiert aufgetragen und
der Kontaktzone 13 zugefiihrt. In dieser Kontaktzone 13
erfolgt nach dem Prinzip der Farbspaltung (Lackspal-
tung) ein Abriss von Beschichtungsfluid, so dass eine
Schicht definierter Dicke des Beschichtungsfluides als
restliches Beschichtungsfluid auf der Auftragwalze 3
verbleibt und ein Film von Beschichtungsfluid in defi-
nierter Schichtdicke auf den Formzylinder 2 Uibertragen
wird.

[0036] In Drehrichtung nach der Kontaktzone 13 liegt
das restliche Beschichtungfluid als unebene Oberfla-
chentopographie in Form von Spitzen, Kuppen sowie
Talern auf der Mantelflache der Auftragwalze 3 vor. In
Drehrichtung passiert nun die Auftragwalze 3 die bevor-
zugt tangentenformig bzw. sekantenférmig anund ab-
stellbare Plattiereinrichtung 11, welche die Formande-
rung (plastische Formgebung) der Spitzen, Kuppen so-
wie der Taler bewirkt. Die Plattiereinrichtung 11 liegt
durch das Eigengewicht oder mit einer definierten Kraft
"schwimmend" auf der Mantelflache (mit Beschich-
tungsfluid) auf oder ist in einem geringfiigigen Abstand
zur Mantelflache zur Erzielung einer ebenen Oberfla-
chentopographie angeordnet.

[0037] Der erfindungsgemafle Gegenstand geht da-
von aus, dass in Drehrichtung einer ein Beschichtungs-
fluid fihrenden Walze 3,7,9 vor und/oder nach einer
Kontaktzone 13 oder einem Walzenspalt 12 in der ein
Abriss bzw. eine Spaltung erfolgt das Beschichtungs-
fluid auf der Mantelflache dieser Walzen 3,7,9 mittels
wenigstens einer Plattiereinrichtung 11 geebnet wird. Je
nach Ausbildung des Dosiersystems 5 ist damit auch
vor der Kontaktzone 13 bzw. dem Walzenspalt 12 ein
Einebnen des Beschichtungsfluides, vorzugsweise
Lack, durchfiihrbar.

[Bezugszeichenliste]
[0038]

Bogenfiihrungszylinder
Formzylinder
Auftragwalze
Kammerrakelsystem
Dosiersystem
Forderrichtung
Dosierwalze
Reservoir
Schopfwalze

0 Vorratsbehalter
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11 Plattiereinrichtung
12 Walzenspalt

13 Kontaktzone

14 Plattierelement
15 Halterung

16 Drehgelenk

F Kraft

Patentanspriiche

1. Dosiersystem fur eine Beschichtungseinheit, insbe-
sondere fir ein Lackwerk, in einer Druckmaschine,
mit wenigstens einem Formzylinder und einer mit
dem Formzylinder in Funktionsverbindung stehen-
den Auftragwalze als Teil des Dosiersystems und
zumindest einer Zuflihrung fiir ein Beschichtungs-
fluid,
dadurch gekennzeichnet,
dass in Drehrichtung zumindest der Auftragwalze
(3) nach einer Kontaktzone (13) oder einem Wal-
zenspalt (12) in der / in dem ein Abreifen oder eine
Spaltung von Beschichtungsfluid erfolgt ist wenig-
stens eine Plattiereinrichtung (11) an die Mantelfla-
che der Auftragwalze (3) parallel an- und abstellbar
angeordnet ist.

2. Dosiersystem nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass in Drehrichtung der Auftragwalze (3) vor einer
Kontaktzone (13) oder einem Walzenspalt (12) in
der / in dem ein Abrei3en oder eine Spaltung von
Beschichtungsfluid erfolgt wenigstens eine Plattier-
einrichtung (11) an die Mantelflache der Auftragwal-
ze (3) parallel an- und abstellbar angeordnet ist.

3. Dosiersystem nach wenigstens Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass in Drehrichtung der Auftragwalze (3) die Plat-
tiereinrichtung (11) tangentenférmig oder sekanten-
fémig an die Mantelflache der Auftragwalze (3) an-
und abstellbar angeordnet ist.

4. Dosiersystem nach wenigstens Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass eine Plattiereinrichtung (11) der Auftragwalze
(3) zugeordnet ist, welche mit einem Kammerrakel-
system (4) in Funktionsverbindung ist.

5. Dosiersystem nach wenigstens Anspruch 1 und 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auftragwalze (3) eine Rasterung aufweist
und das Kammerrakelsystem (4) im Inneren der
Kammer eine weitere Plattiereinrichtung (11) auf-
weist, welche an die Auftragwalze (3) an- und ab-
stellbar ist.
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Dosiersystem nach wenigstens Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass eine Plattiereinrichtung (11) der Auftragwalze
(3) zugeordnet ist, dass die Auftragwalze (3) mit ei-
ner Dosierwalze (7) in Funktionsverbindung ist und
die Walzen (3,7) einen Walzenspalt (12) zur Auf-
nahme eines Reservoirs (8) von Beschichtungsfluid
bilden.

Dosiersystem nach wenigstens Anspruch 1 und 6,
dadurch gekennzeichnet,

dass in Drehrichtung der Dosierwalze (7) nach dem
Walzenspalt (12) eine Plattiereinrichtung (11) an die
Mantelflache der Dosierwalze (7) parallel an- und
abstellbar angeordnet ist.

Dosiersystem nach wenigstens Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass eine Plattiereinrichtung (11) der Auftragwalze
(3) zugeordnet ist und dass die Auftragwalze (3) mit
einer in einen Vorratsbehalter (10) eintauchenden
Schopfwalze (9) in Funktionsverbindung ist und die
Walzen (3,9) einen Walzenspalt (12) bilden.

Dosiersystem nach wenigstens Anspruch 1 und 8,
dadurch gekennzeichnet,

dass in Drehrichtung der Schopfwalze (9) vor dem
Walzenspalt (12) eine Plattiereinrichtung (11) an die
Mantelflache der Schopfwalze (9) parallel an- und
abstellbar angeordnet ist.

Dosiersystem nach wenigstens Anspruch 6 und 8,
dadurch gekennzeichnet,

dass in Drehrichtung der Dosierwalze (7) oder der
Schopfwalze (9) die jeweilige Plattiereinrichtung
(11) in ihrer Richtung tangentenférmig oder sekan-
tenfémig an die Mantelflache der jeweiligen Walze
(7,9) an- und abstellbar angeordnet ist.

Dosiersystem nach wenigstens Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Plattiereinrichtung (12) mittels einer Kraft
(F) an die Mantelflache der Walze (3,7,9) anstellbar
ist.

Dosiersystem nach wenigstens Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass mittels der Plattiereinrichtung (12) eine gleich-
maRige Flachenpressung tber die Breite der Walze
(3,7,9) aufbringbar ist.

Dosiersystem nach wenigstens Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Plattiereinrichtung (12) in Drehrichtung
der Walze (3,7,9) ein Plattierelement (14) aufweist,
welches sich Uber die gesamte Walzenbreite er-
streckt und in einer Halterung (15) I6sbar angeord-
net ist.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

14.

15.

16.

17.

10

Dosiersystem nach wenigstens Anspruch 1 und 13,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Halterung (15) in einem gestellfesten
Drehgelenk (16) beidseitig gelagert ist.

Dosiersystem nach wenigstens Anspruch 1 und 13,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Plattierelement (14) mit einer gestellseitig
abgestitzen Druckfeder in Funktionsverbindung
ist.

Dosiersystem nach wenigstens Anspruch 1 und 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein freies Ende des Plattierelementes (14)
tangentenférmig oder sekantenférmig an der Man-
telflache einer Walze (3,7,9,) in einem Tangenten-
oder Sekantenpunkt endet.

Dosiersystem nach wenigstens Anspruch 1 und 13,
dadurch gekennzeichnet,

dass ein freies Ende des Plattierelementes (14) in
einem geringfligigen Abstand zur Mantelflache der
Walze (3,7,9) endet.
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Fig.3
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